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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第４区分
【発行日】令和1年9月19日(2019.9.19)

【公開番号】特開2019-4581(P2019-4581A)
【公開日】平成31年1月10日(2019.1.10)
【年通号数】公開・登録公報2019-001
【出願番号】特願2017-116578(P2017-116578)
【国際特許分類】
   Ｈ０２Ｍ   7/48     (2007.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/36     (2006.01)
   Ｂ６２Ｄ   5/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   7/20     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０２Ｍ    7/48     　　　Ｚ
   Ｈ０１Ｌ   23/36     　　　Ｚ
   Ｂ６２Ｄ    5/04     　　　　
   Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月8日(2019.8.8)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　巻線（８１、１８１～１８３）を有するモータ（８０、１８０）の駆動制御に用いられ
る電子制御装置であって、
　基板（２０）と、
　前記基板に実装され、前記巻線への通電の切り替えに係るインバータ回路（３０、１３
０）を構成する複数のスイッチング素子（３１～３４、１３１～１３６）と、
　前記基板に実装され、前記インバータ回路と前記巻線との間に接続される複数のモータ
リレー素子（３７、３８、１３７～１３９）と、
　前記巻線と接続される複数のモータ端子（５７、５８、１５７～１５９）を有し、前記
基板と接続されるコネクタ（５０）と、
　前記基板が固定される筐体（６０）と、
　を備え、
　前記筐体には、基部（６１）から立ち上がって形成され、前記スイッチング素子と放熱
可能に当接するヒートシンク部（６５）が設けられ、
　全ての前記モータリレー素子は、それぞれ対応する前記モータ端子と隣接して配置され
、
　前記スイッチング素子は、前記基板の筐体側の面である第１面（２１）に実装され、
　前記モータリレー素子は、半導体素子であって、前記基板の前記筐体と反対側の面であ
る第２面（２２）に実装される電子制御装置。
【請求項２】
　前記基板の前記第１面には、前記スイッチング素子よりも背が高い背高部品（４２、４
３）が実装され、
　前記背高部品は、前記基部と前記基板との間であって前記ヒートシンク部の周りに形成



(2) JP 2019-4581 A5 2019.9.19

される収容空間（６７）に配置される請求項１に記載の電子制御装置。
【請求項３】
　前記コネクタは、コネクタ本体（５１）、および、前記モータ端子を含む接続端子（５
５、５６、５７、５８、５９）を有し、
　前記コネクタ本体は、前記基板の前記第１面側に配置される請求項１または２に記載の
電子制御装置。
【請求項４】
　前記モータリレー素子は、チップ（３７５）が実装される端子（３７３、３８３）が、
前記コネクタを向いて配置される請求項１～３のいずれか一項に記載の電子制御装置。
【請求項５】
　前記コネクタを向いて配置される端子と接続される前記基板の配線パターン（２７３、
２８３）は、前記モータリレー素子の前記コネクタと向かい合う面の幅と同等以上の幅に
て、前記モータ端子と前記基板との接続箇所まで延びて形成される請求項１～４のいずれ
か一項に記載の電子制御装置。
【請求項６】
　前記モータは、ブラシ付きモータであり、
　前記インバータ回路は、Ｈブリッジ回路であり、
　前記モータリレー素子は、２つであって、一方の前記モータリレー素子のドレインが前
記巻線の一端と接続され、他方の前記モータリレー素子のドレインが前記巻線の他端と接
続される請求項１～５のいずれか一項に記載の電子制御装置。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれか一項に記載の電子制御装置（１０）と、
　前記モータと、
　を備える電動パワーステアリング装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　本発明の電子制御装置は、巻線（８１，１８１～１８３）を有するモータ（８０，１８
０）の駆動制御に用いられるものであって、基板（２０）と、複数のスイッチング素子（
３１～３４、１３１～１３６）と、複数のモータリレー素子（３７、３８、１３７～１３
９）と、コネクタ（５０）と、筐体（６０）と、を備える。
　スイッチング素子は、基板に実装され、巻線への通電の切り替えに係るインバータ回路
（３０）を構成する。モータリレー素子は、基板に実装され、インバータ回路と巻線との
間に接続される。コネクタは、巻線と接続される複数のモータ端子（５７、５８、１５７
～１５９）を有し、基板と接続される。筐体には、基板が固定される。筐体には、基部（
６１）から立ち上がって形成され、スイッチング素子と放熱可能に当接するヒートシンク
部（６５）が設けられる。
　全てのモータリレー素子は、それぞれ対応するモータ端子と隣接して配置される。スイ
ッチング素子は、基板の筐体側の面である第１面（２１）に実装される。モータリレー素
子は、半導体素子であって、基板の筐体と反対側の面である第２面（２２）に実装される
。これにより、モータリレー素子にて生じる熱を、コネクタ側に適切に放熱させることが
できる。
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